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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16602-70-07:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/CLC/TC 5 ,Raumfahrt*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-10-01 AA ,Interoperabilitat von
Informations-, Kommunikations- und Navigationssystemen® im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt
(NL).

Dieses Dokument ersetzt DIN EN 14612:2004-05.

Dieses Dokument (EN 16602-70-07:2014) basiert auf ECSS-Q-ST-70-07C.

Dieses Dokument enthalt unter Berlcksichtigung des DIN-Prasidialbeschlusses 1/2004 nur die englische
Originalfassung von EN 16602-70-07:2014.

Dieses Dokument wurde speziell zur Behandlung von Raumfahrtsystemen erarbeitet und hat daher Vorrang

vor jeglicher Europaischer Norm, da es denselben Anwendungsbereich hat, jedoch Uber einen gréfReren
Geltungsbereich (z. B. Luft- und Raumfahrt) verfiigt.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 14612:2004-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm-Nummer geandert;

b) keinerlei Anderungen des Textes.

Frihere Ausgaben

DIN EN 14612: 2004-05
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Anhang A
(informativ)

Begriffe und Abklirzungen

3 Begriffe und Abkiirzungen

3.1 Begriffe aus anderen Normen

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ECSS-S-ST-00-01, ECSS-Q-ST-70,
ECSS-Q-ST-70-08 und nach ECSS-Q-ST-70-28.

3.2 Fir diese Norm spezifische Begriffe

3.21

Zulassungsgremium

zulassende Behdrde

Entitat/Organisation, verantwortlich fir Ausfiihrung (oder die Untervergabe) der Prifung an Technology
Samples, Durchfiihrung des Audits fiir automatische Schwalll6tlinien, Autorisierung zur Umsetzung des
Verifikationsprogramms fiir Lieferanten und Benachrichtigung Uber durchgefiihrte Verifikationen und erteilte,
erneuerte oder zuriickgezogene Zulassungen

ANMERKUNG Die zulassende Behorde ist der Endkunde oder der vom Endkunden benannte Vertreter. Beispielsweise
ist fir ESA-Programme der Endkunde die ESA.

3.2.2
Bestiickungsdichte
Anzahl der Bauteile je Flacheneinheit der Leiterplatte

3.23
ionisierbare Verunreinigung
Prozessriickstande, die als lonen vorliegen und im geldsten Zustand die elektrische Leitfahigkeit erhéhen

ANMERKUNG Beispiele fiir Prozessriickstande sind Aktivatoren, Fingerabdriicke, Salze vom Atzen und Beschichten.

3.24
Maschinenol
flussige Verbindungen, die als Schmiermittel fir Schwalllétanlagen formuliert und angewendet werden

ANMERKUNG  Primér dient Maschinendl als Grenze zwischen der Atmosphare und dem geschmolzenem Lot, wobei
durch Maschinendl die Oxidation (das Abkratzen) des Lots verringert wird. Bestimmte Ole verringern auch die
Oberflachenspannung des geschmolzenen Lots, wodurch seine Benetzungseigenschaften verbessert werden.

3.25

Maserbildung

Measling

Zustand im Basismaterial einer Leiterplatte in Form voneinander getrennter weifler Punkte oder ,Kreuze*
unter der Oberflache des Basismaterials, bei denen Fasern im Glasgewebe an der Gewebekreuzung getrennt
sind

3.2.6

Technology Samples

Proben von schwallgel6teten bestlickten Leiterplatten

ANMERKUNG Diese Proben werden vom Lieferanten zusatzlich fiir Verifikationszwecke bereitgestellt.
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3.2.7

Schwallléten

Wellenléten

Prozess, bei dem Leiterplatten mit einer langsam flieRenden Welle des flissigen Lots in Kontakt gebracht
werden und bei dem die Zirkulation dieser Lotwelle durch Einsatz einer Pumpe erreicht wird, mit der das
flissige Lotmetall aus einem geeignet gestalteten Behalter gepumpt wird

ANMERKUNG Die wichtigsten Funktionen der Lotwelle sind ihre Anwendung als Heizquelle, als Warmeulibertragungs-
mittel und zum Transport des geschmolzenen Lots zu dem zu I6tenden Bereich.

3.2.8
Schwalllétanlage
Systeme, mit denen der Schwalllétprozess durchzuflihren ist

ANMERKUNG 1 Eine typische Schwallldtanlage besteht aus mehreren Stationen: Station fir den Auftrag des
Flussmittels (dem Fluxer), Station fiir das Vorheizen und Station fiir das Léten unter Anwendung eines Férdermediums.

ANMERKUNG 2 Im Allgemeinen wird als Option eine Reinigung angeboten. Eine weitere Reinigung kann verlangt
werden, um den ECSS-Normen (oder kundenspezifischen Normen), die Anforderungen an die Reinheit festlegen, zu
entsprechen.

3.3 Abkiirzungen

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Abkurzungen in ECSS-S-ST-00-01 und die folgenden
Abkurzungen:

Abkiirzung Bedeutung

PID Prozessidentifizierungs-Dokument (en: process identification document)
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Foreword

This document (EN 16602-70-07:2014) has been prepared by Technical
Committee CEN/CLC/TC 5 “Space”, the secretariat of which is held by DIN.

This standard (EN 16602-70-07:2014) originates from ECSS-Q-ST-70-07C.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either
by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by April 2015,
and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by April
2015.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document
may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held
responsible for identifying any or all such patent rights.

This document supersedes EN 14612:2003.

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the
European Commission and the European Free Trade Association.

This document has been developed to cover specifically space systems and has
therefore precedence over any EN covering the same scope but with a wider
domain of applicability (e.g. : aerospace).

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards
organizations of the following countries are bound to implement this European
Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France,
Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania,
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United
Kingdom.
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Introduction

Wave soldering is regarded as a critical process that can find limited application
during the assembly of components on to printed circuit boards (PCBs)
intended for spacecraft. The preferred procedure is by manual soldering to the
requirements of ECSS5-Q-ST-70-08. Generally the small number of identically
designed circuits does not warrant the setting up of unique machine parameters
for each individual layout.

When wave soldering is identified as a suitable alternative to manual soldering
for use in the customer’s projects, it can be essential to follow the steps outlined
in this document before the final customer’s approval is granted. The sequence
of main events is shown in Figure 4-1. Each step is fully completed and the
details recorded, so that a dossier is compiled for each manufacturer’s assembly
line. All dossiers are kept updated by the approval authority and serve as a
reference for the approval authority’s Project Engineers.

A general qualification is not granted for wave soldering. Wave soldering lines
that have been previously verified (see also clause 5.2) can be also approved for
use on named projects, but this depends entirely on the specific project
requirements. Project process approval is requested, as for all materials and
critical processes, by means of ECSS-Q-ST-70.
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1
Scope

This specification defines the basic requirements for the verification and
approval of automatic machine wave soldering for use in spacecraft hardware.
The process requirements for wave soldering of double-sided and multilayer
boards are also defined.

This standard may be tailored for the specific characteristic and constrains of a
space project in conformance with ECSS-S-ST-00.
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